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1. Produkt und Leiterplatten Lotbild| Product and PCB layout

Empfohlener Lotpastenauftrag (Schablonenstarke): <0,12 mm
Schablonenkontur, wenn nicht anderslautend in der Bedienungsanleitung
angegeben, deckungsgleich mit dem Leiterplattenlayout.

Recommended solder paste application (stencil thickness): >0.12 mm
Unless otherwise specified in the operating instructions, the stencil outline is
congruent with the PCB layout.
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2. Leiter einfiihren | Wire insertion

Angaben fiir den Reflow Lotprozess:

Lotprofil in Anlehnung an JEDEC J-STD-020/E Bild 5-1 fiir bleifreie Baugruppen bis zu
einer Maximaltemperatur von 260°C.

Da der Lotprozess weiteren Einflussfaktoren wie z.B. Lotpaste, Fertigungsanlage,
Leiterplattenparameter unterliegt, empfehlen wir die Durchfiihrung von
Verarbeitungstests und die Erstellung eines optimalen Lotprofiles unter realen
Fertigungsbedingungen im Zuge des Design-in Prozesses. Im Zuge des Lotprozesses
kann es zu geringfiigigen Verfarbungen des Kunststoffmateriales kommen, welche
keinen Einfluss auf die Funktion der Klemme haben.

Specifications for the reflow soldering process:

Soldering profile following JEDEC J-STD-020/E Figure 5-1 for lead-free assemblies up
to a maximum temperature of 260°C.

As the soldering process is subject to other influencing factors such as

solder paste, production equipment, PCB parameters, we recommend carrying out
processing tests and establishing an optimum soldering profile under real production
conditions in the course of the design-in process. The soldering process may cause
slight discolorations of the plastic material, which have no influence on the function of
the terminal.

Starre Leiter 0,2 - 0,75 mm?

Rigid wires 0.2 - 0.75 mm?

‘ 8-9mm ‘
Abisolierlange
Wire stripping length
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Leiter bis zum Anschlag einfiihren
Insert wire to the back end

3. Leiter losen | Wire release

Lésemdglichkeit mit MICROCON SMD Lésestift Art. Nr. 88167884
oder eindréhtigem 0,5 mm2 Draht
Release wire with MICROCON SMD release pin art. no. 88167884

or 0.5 mm?2 solid wire S .
U Alternative fiir starre Leiter:

Drehen und Ziehen
For rigid wires:
Twist & pull

Driicken
Push
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Leiter herausziehen
Pull out wire

®

Flexible Leiter 0,2 - 0,75 mm?2
Flexible wires 0.2 - 0.75 mm?
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8-9mm Losestift (88167884)
Abisolierlange @ Driicken
Wire stripping length @ Push

Leiter bis zum Anschlag einfiihren
Insert wire to the back end

@ Losestift entfernen
Remove release pin
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4. Bestiickungsinformation | Pick & place information

Ansaugflache @ 3,0 mm
Nozzle area @ 3.0 mm

5. Kriech- und Luftstrecken | Creepage- and clearance distances

Kriech- und Luftstrecken sind durch den Einbau sicherzustellen. Fiir Hilfestellung beziiglich Auslegung der
Leiterplattenabstédnde nach UL Vorgaben, abhéngig vom Anwendungsbereich, kontaktieren Sie bitte unser

Team: office@electroterminal.com

Creepage distances and clearances must be ensured by correct placement on the PCB. For assistance
regarding the design of spacings according to UL requirements, depending on the application area, please

contact our team: office@electroterminal.com
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